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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COORDINATION DE L’ISOLEMENT DES MATERIELS
DANS LES SYSTEMES (RESEAUX) A BASSE TENSION

Partie 3: Utilisation de revétements
pour réaliser la coordination de I'isolement
des cartes imprimées équipées

AVANT-PROPOS

nationale correspondante doit, dan
derniére.

I'isolation sotide AA I'étude.)

Partie 3: 1992, Utilisation de revétements pour réaliser la coordination de I'isolement des
cartes imprimées équipées.

Partie 4: Guide d’application. (A I'étude.)

Elle a le statut de publication fondamentale de sécurité, conformément au guide CEIl 104.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INSULATION COORDINATION FOR EQUIPMENT
WITHIN LOW-VOLTAGE SYSTEMS

Part 3: Use of coatings to achieve insulation
coordination of printed board assemblies

FOREWORD

This part of International
Insulation coordination fo
Insulation coordination.

It forms part 3 of@ﬁ

prepared by Sub-Committee 28A:
[ IEC Technical Committee No. 28:

Part 2: Conc
(Under consideratio

irentents for clearances, creepage distances and solid insulation.

Part 3: 1992, Use of coatings to achieve insulation coordination of printed board
assembilies.

Part 4: Application guide. (Under consideration.)

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.
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Le texte de cette partie est issu des documentsrsuivants:

Régle des Six Mois

Rapport de vote

28A(BC)24

28A(BC)30

664-3 © CEl

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur fe vote

ayant abouti a I'approbation de cette partie.

Les annexes A et B font partie intégrante de la CEl 664-3.

L’annexe C est donnée uniquement 3 titre d’information.

@%

N
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The text of this part is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

28A(CO)24 28A(C0O)30

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

Annexes A and B form an integral part of IEC 664-3.

@%

Annex C is for information only.

N
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 664 s'applique aux cartes imprimées rigides équipées
protégées par un revétement de matériau isolant déposé sur une de leurs faces ou sur
leurs deux faces. Il traite de l'influence de ces revétements sur les propriétés isolantes. Il
ne s’applique pas aux circuits imprimés réparés.

Entre deux piéces conductrices non revétues, et sur le revétement entre les parties
conductrices, les prescriptions relatives aux distances d’isolement dans l'air et aux lignes
de fuite de la CEIl 664-1 sont applicables.

Les revétements considérés dans cette partie sont des revé ents protecteurs

permanents tels que:

- réserve de soudure permanente (film sec ou humidg
d’'impression a I'écran, soit un procédé photographique;

- revétement conformable, c’est-a-dire revéteme appliqué sur une carte
imprimée assembiée.

Le revétement considéré da inclure [I'enrobage ou

I'encapsulation.

isolantes.
spécifiés d



664-3© IEC —9-
INTRODUCTION

This part of IEC 664 applies to rigid printed board assemblies protected by a coating of
insulating material on one side or both sides of the printed board. It deals with the
influence of these coatings on the insulation properties. It does not cover repaired printed
board assemblies.

Between any two uncoated conductive parts and over the coating between conductive
parts, the clearance and creepage distance requirements of IEC 664-1 apply.

uch as the

The coatings considered in this part are permanent protective coating
following:

- - permanent solder resists (wet or dry film) using screen prinking\o
processes;

- coverlayers, i.e. insulating protective layers placed
board;

- conformal coating, i.e. insulating coating appliegd-ta pri

Technical Committees have to considér the inf overheating of conductors and
components, especially under fault to decide if any -additional
requirements are necessa
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COORDINATION DE L'ISOLEMENT DES MATERIELS
DANS LES SYSTEMES (RESEAUX) A BASSE TENSION

Partie 3: Utilisation de revétements
pour réaliser la coordination de I'isolement
des cartes imprimées équipées

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 664 s’applique aux cartes imprimées rigides équipées,
recouvertes d’'un revétement isolant appliqué sur un ou sur les deux ¢6tés de la carte. Des
revétements sont utilisés pour réaliser I'isolement et contrélex (la pollution dans un

coordination de lisolement. Elle décrit les prescriptions et
essais pour les cartes imprimées équipées, protégées par

- revétement de type A: uniquement pour
prescriptions concernant les distances dans I'ai
s’appliquent aux cartes imprimées asse

2 Les presgripti
parties n :

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 664. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est
sujette & révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEIl 664 sont invitées & rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des normes indiquées ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'ISO possédent le registre
des Normes internationales en vigueur a un moment donné.

CEl 68-2-1: 1990, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essais A: Froid.

CEl 68-2-2: 1974, Essais d’environnement — Deuxiéeme partie: Essais — Essais B: Chaleur
séche.
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INSULATION COORDINATION FOR EQUIPMENT
WITHIN LOW-VOLTAGE SYSTEMS

Part 3: Use of coatings to achieve insulation
coordination of printed board assemblies

1 Scope

This part of IEC 664 applies to rigid printed board assemblies with an insulating coating
applied to one or both sides of the printed board. Such coatings are used to provide
insulation and to protect the microenvironment of the printed board Pply surface
against pollution, for the purpose of insulation coordination. it describé ements

— type A coating only provides protection agajiist pql
creepage distance requirements of IEC 664-1 Apply ’
under the coating;

NOTES

1 For type B coating, the sondusfors are ®
and the coating.

2 Clearances and. cree
conductive parts -@ v

The principles in thisp

Note 3 - Fa
considerat]

d\ reinforced insulation, additional requirements, which are under

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this part of IEC 664. At the time of publication, the editions indicated were
valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this-part of
IEC 664 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions
of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently
valid International Standards.

IEC 68-2-1: 1990, Environmental testing — Part 2: Tests - Tests A: Cold.

IEC 68-2-2: 1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat.
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CEl 68-2-3: 1969, Essais d’environnement - Deuxiéme partie: Essais — Essai Ca: Essai
continu de chaleur humide.

CEl 68-2-14: 1984, Essais d’environnement - Deuxiéme partie: Essais - Essai N:
Variations de température.
Modification 1 (19886).

CEl 112: 1979, Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au
cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides.

CEl 194: 1988, Termes et définitions concernant les circuits imprimés.

CEl 216: Guide pour Ia détermination des propriétés d’endurance que de matériaux

isolants électriques.

Matériaux de revétement permanent en polymére
dans la fabrication des cartes imprimées.

imprimées a simple et double face
Modification 1 (1989).

IEC 664-1 :,
basse tensio fa\

A\
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IEC 68-2-3: 1969, Environmental testing - Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady
state.

IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing - Part 2: Tests — Test N: Change of
temperature.
Amendment 1 (1986).

IEC 112: 1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices of
solid insulating materials under moist conditions.

IEC 194: 1988, Terms and definitions for printed circuits.

IEC 216: Guide for the determination of thermal endurance properties of\electrical
insulating materials.

connection with printed circuits — Specification No. 3: Pé¢
materials (solder resist) for use in the fabrication of printed

boards with plain holes.
Amendment 1 (1989).

IEC 364-4-443: 1990, Ele
Chapter 44: Protection
overvoltages of atmosp

IEC 664-1: 1992,@lafan co<grdinationfo

Principles, requirem @
A\



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



